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 [实习生招聘流程]
1、如有实习意向，请填写《H3C实习生报名表》电子件发送到can_jiang@h3c.com

由于简历较多，不一一回复，请设置请求邮件阅读回执。

2、后续将安排到学校举行宣讲会/笔试/面试，请携带个人简历和《H3C实习生报名表》（纸件）参加H3C实习生宣讲会。（宣讲会具体时间和地点安排请注意后续学校老师通知）
3、面试通过后组织同学签署三方实习协议，后续根据同学课程结束时间安排实习报到。

[2017年H3C实习生招聘岗位及要求]
H3C自2004年启动实习生计划以来，和国内多所985、211高校进行实习生培养合作，形成一套成熟的实习生培养计划和管理规范。公司拥有成熟的实习平台、规范的实习生管理和丰富的实习生活体验，欢迎各位优秀的同学加入！

2017年实习生招聘岗位如下：
以下岗位要求实习时间10个月以上（公司可提供毕设课题）。实习地点分布在杭州、成都、合肥、郑州四个城市，具体地点与岗位分布请关注我们的现场宣讲招聘会，谢谢！
1、 软件开发类工程师（实习）
学历及专业要求：硕士在读一年级、通信、电子、计算机、软件等对口专业。

素质要求：上进心强，团队合作意识强，主动性好，思路开阔，沟通能力强，擅长逆向思维。

专业技能：

1)
至少熟练掌握下面开发语言的一种：Java、C/C++、数据库，掌握操作系统、数据结构等相关知识，理解计算机通信的主要原理；

2)
对嵌入式操作系统、数据通信、信息安全等方面有技术专长的优先考虑；
3） 具有项目开发实践经验者优先考虑。    
2、 软件测试类工程师（实习）
学历及专业要求：硕士在读一年级、通信、电子、计算机、软件等对口专业。 
素质要求：上进心强，团队合作意识强，主动性好，思路开阔，沟通能力强，擅长逆向思维。
专业技能：

1）至少熟练掌握下面开发语言的一种：Java、C/C++、数据库，掌握操作系统、数据结构等相关知识，理解计算机通信的主要原理；
2）对嵌入式操作系统、数据通信、信息安全等方面有技术专长的优先考虑；
3）具有测试经验及自动化测试工具知识者优先考虑。
3、NAND Flash开发工程师（实习）
职位招聘对象：具备连续从事10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：

1） 深入了解NAND介质特性，测试并建立介质模型
2） 根据介质特性设计相应方案，提高相关性能
3） 其他相关前瞻性研究
素质要求：

1)主动性强，学习能力强；

2)肯吃苦，有钻研精神；

3)具备良好的沟通能力和团队合作意识。
专业技能：

1） 微电子相关专业，掌握模拟电路、数字电路、微电子相关知识
2） 熟练掌握C嵌入式编程
3） 熟悉Python等脚本语言
4、硬件开发工程师（实习）
职位招聘对象：具备连续从事10个月实习时间的在校研究生同学
实习工作内容：

1)分析硬件方案和器件资料；

2)硬件设计和调试。

素质要求：

1)主动性强，学习能力强；

2)肯吃苦，有钻研精神；

3)具备良好的沟通能力和团队合作意识。

专业技能：

1)计算机、通信及控制、自动化等专业。

2)掌握高频电子线路、低频电子线路，数字电路等相关知识；

3)有电子设计、单板开发调试、测试、问题解决经验者优先。
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